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[57]申請專利範圍
1.　一種分集式天線，具有一基板，包括：一第一金屬面，設置於該基板的上表面並具有一
槽線，該槽線之一開口位於該第一金屬面的一第一側邊上，該第一金屬面包括：一第一

分集部，用以設置一第一天線；以及一第二分集部，用以設置一第二天線；其中，該槽

線在該第一金屬面上分隔該第一分集部與該第二分集部；至少一饋入阻抗單元，具有一

第一側與一第二側，該第一側電性連接於該第一分集部，該第二側電性連接於該第二分

集部，且該饋入阻抗單元橫跨該槽線；以及其中該饋入阻抗單元設置於該基板的下表

面，且該饋入阻抗單元之投影橫跨該第一金屬面之該槽線；該饋入阻抗單元包括：一第

一導電接觸墊，設置於該基板的下表面，並經由該基板上之一第一貫孔電性連接於該第

一分集部；一第二導電接觸墊，設置於該基板的下表面，並經由該基板上之一第二貫孔

電性連接於該第二分集部；以及一阻抗元件，該阻抗元件具有一第一端與一第二端，該

第一端與該第二端分別電性連接該第一導電接觸墊與該第二導電接觸墊。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之分集式天線，其中該饋入阻抗單元更包括有：複數個阻抗
元件，每一該阻抗元件具有一第一端與一第二端，該第一端與該第二端分別電性連接該

第一導電接觸墊與該第二導電接觸墊，該複數個阻抗元件以並聯方式設置。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之分集式天線，其中該第一天線設 置於該第一金屬面的該第
一側邊上，該第二天線設置於該第一金屬面的一第二側邊上。

4.　如申請專利範圍第 1、2或 3項所述之分集式天線，其中該第一天線設置一第一饋入點
於該第一分集部，該第二天線設置一第二饋入點於該第二分集部，用以饋送至少一發射

信號至該第一天線與該第二天線。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之分集式天線，其中該第一天線為一曲折型天線且該第二天
線為一倒 F型平板天線。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之分集式天線，其中該第二天線為一倒 F型平板天線。
7.　如申請專利範圍第 1項所述之分集式天線，其中該第一天線為一曲折型天線。
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8.　如申請專利範圍第 1項所述之分集式天線，其中該基板更包括一第二金屬面設置於該基
板的下表面。

圖式簡單說明

圖 1是本發明分集式天線實施例之正面示意圖。
圖 2是本發明分集式天線實施例之槽線示意圖。
圖 3是本發明分集式天線實施例之背面示意圖。
圖 4是本發明分集式天線實施例的貫孔示意圖。
圖 5A是本發明實施例之饋入阻抗單元實施方式示意圖。
圖 5B是本發明實施例之饋入阻抗單元實施方式示意圖。
圖 5C是本發明實施例之饋入阻抗單元實施方式示意圖。
圖 6是本發明分集式天線另一實施例之正面示意圖。
圖 7A是本發明分集式天線之相互耦合抑制量測圖。
圖 7B是本發明分集式天線之相互耦合抑制量測圖。
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